A fabricação de um chip passo a passo 


1. O primeiro passo é o crescimento de um cristal de silício em forma cilíndrica. 
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2. Este cilindro de silício é cortado em finas fatias, chamadas "wafers". 
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3. O wafer de silício é tratado com ácido e colocado num forno de alta temperatura. O resultado é que na superfície do wafer  cria-se uma camada de dióxido de silício. 
Fonte http://www.lsi.usp.br/~chip/como_funcionam.html
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4. O wafer então recebe uma camada de fotoresiste. Uma máscara com a primeira camada de circuitos é sobreposta e expõe-se o wafer+máscara a um bombardeio de raios ultravioleta. 
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5. As áreas do wafer expostas pela máscara são removidas com ácido. 
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6. O processo é repetido para cada camada de circuito. Uma nova camada de dióxido de silício é criada. 

[image: image6.png]



7. Outra máscara é aplicada e repete-se o bombardeio de raios ultravioleta. 
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8. Novamente remove-se as áreas expostas com ácido. 
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9. O próximo passo é a deposição. O wafer é tratado com impurezas positivas ou negativas para criar as áreas de condução. 
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10. Uma nova máscara é aplicada para criar os pontos de contato. 
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11. Uma nova aplicação de ácido remove as áreas expostas no etapa anterior.  
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12. Uma depoisção de metal revela os pontos de contato. 
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13. Uma máscara é usada para criar interconexões em cada contato de metal. 

As etapas 4 a 13 são repetidas para cada camada de circuito no wafer. 
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14. É realizada então uma inspeção visual e teste computadorizado de cada chip sobre o wafer. Os chips defeituosos são marcados. 
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15. O wafer é então cortado minuciosamente; cada pequena pastilha é um chip. 
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16. Cada chip é colado sobre uma superfície de epoxy. 
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17. Minúsculos fios conectam os contatos do chip com as conexões externas. 
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18. Uma cobertura é colocada para proteção e selamento do chip. 
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19. Novos testes mecânicos e elétricos são realizados e os chips que não apresentam defeitos estão prontos para ser usados.
